SILIKON KAPPEN

SILIKONKAPPE TCP-

rundum Isolation

TCP-J-Slist eine thermisch leitfahige Silikonkappe zur thermischen Anbindung von elektronischen

Bauelementen an Kiihlflachen fir eine gleichzeitig sichere elektrische Rundumisolierung. Durch die

spezielle Formulierung und Fullung des Silikons mit Keramikfillstoffen ergibt sich eine hohe Leitfahig-

keit. Durch die besondere Oberflachenstruktur passt sich das Material sehr gut an die Kontaktoberfla- | |

J-Sl

chen an. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert.

EIGENSCHAFTEN
Sehr gute Oberflachenanpassung
Sehr guter thermischer Kontakt
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Rickstandslose Entfernung nach Anwendung

LIEFERFORMEN
Wandstarken
0,30 mm /0,45 mm /0,80 mm
Unterschiedliche Grof3en
(siehe Tabelle GroBen)
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ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
MOSFETs und IGBTs
Dioden und Gleichrichter
z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen
/ Motorsteuerungen / Automoti-
veanwendungen / Solartechnik
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Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM E 1530. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
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Stand 03 /2020

Technisches Datenblatt

Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produkteignung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte
Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchfiihrung eigener Priifungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen auBerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Anderungen der Angaben bleiben vorbehalten.
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